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Abstract (en)
The method is for supporting and sealing an earth area involves a spigot board (10) and a sieve device (14) installed in the ground until the lower
end has penetrated a ground layer (18) with reduced water permeability. Then the spigot board is withdrawn, so that a slot (19) is formed in the
earth area, in which a sealing concrete suspension is injected through a tube (12). Finally, the spigot board is pressed back into the filled slot. On
hardening, the concrete suspension forms a concrete surround at the lower end of the spigot board, which is connected in a sealed manner both with
the surrounding earth and the spigot board.

Abstract (de)
Eine Spundbohle (10) wird mit einer Rüttelvorrichtung (14) in den Boden eingebracht, bis das untere Ende in eine Bodenschicht (18) von geringer
Wasserdurchlässigkeit eingedrungen ist. Dann wird die Spundbohle (10) zurückgezogen, so dass sich in der Bodenschicht (18) ein Schlitz (19)
bildet. In diesen wird durch ein Rohr (11,12) eine dichtende Betonsuspension injiziert. Anschließend wird die Spundbohle (10) in den gefüllten
Schlitz (19) hineingedrückt. Beim Abbinden der Betonsuspension bildet sich am unteren Ende der Spundbohle (10) eine Betonummantelung,
die abdichtend sowohl mit dem umgebenden Boden als auch mit der Spundbohle verbunden ist. Auf diese Weise werden Umläufigkeiten von
Grundwasser gesperrt. <IMAGE>
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